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CIRCUIT DIAGRAM
回路図
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PRINTED CIRCUIT BOARD
MOUNTING PATERN DIMENSION
プリント基板取り付け寸法図

Max0.2mm clearance with PWB edge.
Mounting location of switch.

PWB edge
プリント基板エッジ

PWB
プリント基板

実装位置：プリント基板エッジから0.2mm以内
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NOTE 1.TAPING SPECIFICATION TO BE ACCORDANCE WITH TSN-901.
注記   テーピング包装仕様書はTSN-901による。


